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MEVORIA DESCRIPTIVA

Al ampliarse continuamente las posibilidades de apli-
cacidn de las disposiciones de semj.conductores en la téenica,
van adquiriendo también cada vez meyor importancia las dispo-
siciones rectificadoras por semiconductores de pequeila poten-
cia, exigiéndose para muchos casos de aplicacidn unos modos
de gjecucidén cada vez més econdmicos con dimensiones reducidas,

¥y de ser pOsible con las mismas caracteristicas eléectricas o

hasta MejoresS, = = — = = = = = = = « = = = - - -

En las disposiciones rectificadoras por semiconducto-
res de ejecucifn conocida, la tableta del semiconductor se po-
ne en contacto de manera corriente en sus superficies prepara-
das tanto con un cuerpo portante metdlico como $ambién con por
lo menos un conductor de conexidén de configuracidn adecuada ¥

se dispone la misma dentro de una cRja: = = = = = w = = - - -

En la patente DAS 1 095 951 se ha descrito un proce-
dimiento para la fabricacidn de disposiciones rectificadoras,
por el cual una superficie de un cuerpo semiconductor delgado
en forma de cinta es unida de modo fijo en su superficle por
un cuerpo portante metdlico en forma de peine que presenta un
recubrimiento soldable en el extremo de todos los brazog, ¥y

en el cual, en caso necesario despuds de la aplicacidn de mds
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electrodos en la superficie opuesta libre del cuerpo semi-
conductor, se separan tanto el cuerpo portante entre sus
brazos como tambidn el cuerpo del semiconductor en lugares

correspondientes,= « = = - = R R R R A R B B

Ademds se ha descrito en la patente DAS 1 246 888
un procedimiento para la fabricacidn de disposiciones recti-
ficadoras para pequetias intensidades de corriente, por el
cual se colocan primeramente piezas conductoras cintiformes,
previamente conformadas, metalizadas en c¢aso necesario, de
tal modo que Se solapan en dngulos rectos, intercaldndose a
continuacidn dos o mis tabletas semiconductoras en los pun-
tos de cruce, con una polaridad elécirica conveniente en cg
da caso, efectudndose mediante un tratamiento térmico simul
téneamente un contacto con los elementos conductores para

formar un circuito rectificador desegdOe = = = = = = = =« = =~

Ademds se ha propuesto ya un modo de ejecucidn de
una disposicién de semiconductores que debe posibilitar una
fabricacidn racional y simulténea de un nimero mayor de dis-
posiciones de semiconductores, estando constitufdo de tal mg
nera que entre los extremos configurados de modo adecuado y
que se corresponden entre si de modo predeterminado de un es
tribo metdlico en forma de abrazadera se encuentra introdu-
cida por lo menos una tableta semiconductora con contacto de

'
superficie, y la disposicidn de semiconductores que compren-
de la tableta semiconductora y los brazos conductores, cortg
dos de modo correspondiente, que sirven de conductores de cgo

nexidn, estd dispuesta dentro de una caja., = = = = = « = = -

Sin embargo, las disposiciones conocidas de semi~
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conductores adolecen de diferentes defectos. Asi, las opera=-
ciones individuales necesarias en la fabricacidn son parcial
mente muy caras y por consiguiente entiecondmicas. Por ejem?
plo, la insercidn con orientacidn diferente de las tabletas
de semiconductores exige un esfuerzo adicional. Ademds, el
montaje de los cirenitos deseados es éngorroso y por lo tan-
to igualmente costoso, y finalmente resulta de la estructura
de los elementos un comportamiento de funcionamiento que no

cumple los requisitos deseados en las aplicaciones especia-

les.—---——-—--—--—-——-———-—--—---

Las disposiciones de semiconductores segin la inven
¢ién no adolecen de los defectos citados, pero conservan las
ventajas de los modos de_ejecucién conocidos, asegurando en
virtud de su estructura ventajosa y de su modo de Ffabricacidn
sorprendentemente sencillo una fabricacidn en serie especial-
mente econdmica, teniendo especialmente en cuenta los modos
de ejecucidn con dos o mds elementos semiconductores en:el

circuito éldctrico deseado. = = m = = = = =« = = = = - -

Ia invencidn se refiere a una disposicidn de semi-
conductores con componentes semiconductores situados en hilg
ra en un plano, especialmente con componentes rectificadores,
cuyas tabletas semiconductoras estdn contactadas respectiva-
mente entre los correspondientes elementos conductores, cu-
yos tramos forman una fijacidén en pinza, y se caracteriza
Porque los elementos conductores, existentes en pluralidad y
fabricados con un material conductor que eventualmente es con

tinuo, cintiforme o gplanado, forman una estructura plana,
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geométrica, con zonas de repeticién periddica, estando uni-

dos entre si por una zona marginal longitudinel del material
conductor prevista como cinta de transporte; porgue cada uno

de los respectivos elementos conductores aplanados correspon

.dientes a cada btableta semiconductora estd dispuesto desplazado

paralelamente y solapando el otro elemento conductor, for-
mando con ésfe una fijacidén en pinza para la tableta semicon
ductora; y porque las respectivas lineas centrales del tra-
mo de cada elemento conductor gque sirve como conexidén conduc
tiva externa de la caja sirven a modo de marcaje para frac-
cionar discrecionalmente la estructura de elementos conducto-
res en circuitos rectificadores y/o en componentes semiconduc

tores individuales. — = = = = = = = - = = = - = - - - - - ~ ~

La invencién puede realizarse segin un procedimiehto
ventajoso para la fabricacidén de estas disposiciones de semi-
conductores, por el que se efectia el contacto de tabletas
semiconductoras por las dos caras con elementos conductores
de corriente y se encapsulan en una caja. Segin dicho procedi-
miento a partir de material conductor cintiforme o aplanado
¥y a lo largo de la zona marginal cue girve de cinta de trans-

.

norte, y eventualmente en una secuencia de pasos determina-

. da por su marcaje, a través de por lo menos un periodo com-

pleto se obtiene una estructura de elementos conductores; even
tualmente, al ritmo correspondiente del proceso y también en la
direccidn de la cinta de itransporte, se dispone respectivamente

uno de los dos, o uno, de los elementos conductores, correspon

‘dientes a una tableta semiconductora, situdndolo fuera de su
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plano, desplazado paralelamente y con solapamiento respecto
al siguiente elemento conductor; entre los elementos conduc
tores, -dispuestos mutuamente del modo citado y formando una
fijacién en pinza, se insertan tabletas semiconductoras con
orientacidén eléctrica predeterminada, preferentemente la mis
ma orientacidn respectiva; las demds etapas usuales del pro-
ceso, como el establecimiento de contactos, atague de dei-
do, limpieza, tratamiento de.la superficie y encapsulado se
efectﬁan'a la vez wecanicamente o en su caso sutomdticamente
en todas las dlsposiciones parciales predelerminadas por

la estructura; y finalmente los componentes semiconductores

terminados y/o las disposiciones rectificadoras se separan de

la cinta comin de transporte. = = = = = = = = = = = = = = = -

A la luz de los ejemploé de ejecucidn representa-
dos en las figurés 1a8 se‘muestran ¥ se explican la estruc-
tura y el modo de fundionamiento4de la disposicidn ‘de semi-
conductores seguin la invencidén. Para las piezas y partes
idénticas se han puesto las mismas designaciones en todas

las figuras. ———————————— - m - — = - -

La figura 1 muestra en perspectiva y a escala muy

ampliada un componente semiconductor segin la invencidn. - -

En las figuras 2 a 5 se han representado en vista

en planta modos de ejecucidén del objeto de la invencién sin

Las figuras €a a ©h muestran disposiciones parciales
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del componente semiconductor segin la figura 1 formadas du~

rante el proceso de fabricacidn. = = = = « = 0 ¢« w0 - - - -

Las figuras 7 y 8 muestran esquemdticamente ejemplos
de ejecucidn del objeto de la invencidn, los cuales son ven~-

tajosos en la técnica de los procedimientoS. = = = = = = = =

En la figura 1 se han representado elementos conduc-
tores 1 y 2, fabricados a base de una platina, los cuales es
tdn situados en un plano, yvtramos la y 28, respectivamente,
Situados dentro de la caja 4 - como cuerpo portante o como
pieza de contacto superior para la tableta semiconductora 3=,
configurados en dngulo recto y dispuestos de modo gque sus su
perficies se entremeten o imbrican, formando mediante un aco
damiento adecuado del tramo 2a del planc de la platina y dis
posicidn paralela en el cuerpo portante 15 una fijacidén en

pinzs para alojar y contactar la tableta semiconductora 3.-

Los tramos conductores lb y 2b, los cuales sirven de
conexiones conductivas de corriente y que estdn dispuestos
paralelos, estdn configurados en caso necesario de modo ade-
cuado para una utilizacidn del componente semiconductor en .
placas conductivas y dispuestos paralelamente entre si, asi
como & una distancia mutua predeterminada, correspondiente
& un médulo deseado. Bl cuerpo portente la presenta una ex-
tensidn dptima de superficie, determinada tento por puntos'
de vista de la construccidn y de lg tdonica de fabricacidn,

como por las condiciones de funcionamiento, = = = = =« - - -

Ta platina necesaria para la configuracidn de los
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elementos conductores 1 ¥y 2Aesté constituida por un material
conductor de buena conformgbilidad con una cierta templabili
dad eldstica, cintiforme o aplanado, con buena conductibili-
dad eléctrica y térmica, preferentemente de cobre, latdén, hig
rro o una aleacidn de hierro-niguel-cobalto. El espesor del
material depende del procedimiento de fabricacidn de los ele~
mentos conductores y de la capacidad de carga de corriente de
la disposicidn. Al efectuar la fabricacidn por el procedimien
to por mordiente, se obtuvieron resultados favorables con pla
tinas de cobre de 0,2 & 0,5mm de espesor. Para la contactacidn
por soldadura, los elementos conductores 1 y 2 llevan por lo
menos en los puntos previstos para ello una metalizacidn ade- -
cuada. Un recubrimiento obtenido mediante materia gislante

comprimida, extruida o colada en un molde forma la caja 4 del

COMPONENTE: = = = « = = o = - - .- .- -, - -~

Lg estructurs formada por los elementos conductores
ly 2y la tableta semiconductora 3 es adecuada de modo ven~

tajoso como componente para disposiciones de semiconductores

"con dos o mds tabletas semiconductoras. Debido a la polaridad

que se presenta en la utilizacidn de tales disposiciones en
sus conexiones de circuitos y por los simbolos de conexidn
conocidos para los circuitos rectificadores (figura 1), son
evidentes diversas posibilidades de combinacidn del objeto
segin la invencidn. Asf, la figura 2 muestra una disposicidn
de semiconductores en conexidn central, obtenida por yuxta=
posicidn, en simetria plana respecto & la conexidn positiva,

dos sistemas segin la figura l. El elemento conductor central
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6, que sirve como conexidn positiva, se corresponde por su
tramo 6a, situado en el interior de la caja, en forms de
tira, y por ejemplo acodado en los puntos K, de maners ané'
loga a la estructura segin la figura 1, a los tramos 5a y.
Ta de elemento conductor. Con la excepcidn de los talones
acodados del tramo 6a, todos los tramos de los elementos
conductores se encuentran en un mismo plano y formen una
estructura con superficies de refrigeracidn relativamente
grandes, Con ello, con una configuracidn correspondiente de
la caja, se cumple una condicicn para el comportamiento t4r
mico especialmente favorable de la disposicidn durante el

funcionamientod® la misma,. = = = = c = = - = = - = =« = = =

En lo que se refiere a las dimensiones de los elg
mentos conductores de los modos de ejecucidn que se muestran
en las demds figuras y & su separacidn respectiva, rigen las

indicaciones correspondientes a la figura l. = = = = = = = =

Le figurs 3 muestra una disposicidn de semiconduc—
tores en circuito monofdsico en puente obtenida medisnte la
aplicacion préctica del principio segin la invencidn de la
tableta semiconductors y elementos conductores. Ia conexidn’
de corriente alterns, necesaria espacialmente y eléctrica- -
mente entre las dos tabletas éemiconductoras, estd formada
por el elemento conductor 9, cuyo tramo situado dentro de la
caja, con un taldn 9c en forma de brazo, configurado en éngé
lo recto, sirve como pleza de contacto superior para la ta-
bléta semiconductore del primer sistema determinsdo por ls

conexidn 8 de polaridad negetiva, y con su parte 9a de gran
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superficle, que presenta una escotadura en forma de ranura,

sirve como cuerpo portante para la tableta semiconductora
del segundo sistema determinado por la conexidn 10 de pola~
ridad positiva. Cortando el elemento conductor 9 por el eje
longitudinal de su tramo 9b quedarian por lo tanto separa-
dos dos sistemas segin la figura 1, completamente iguales en

su configuracidn y disposicibie = = = = = - —— = e - - -

Si se.aﬁade simétricamente al elemento conductor 10
de la disposicidn segin 1a figura 3 otra disposicidn igual,
entonces resulta de la unidén de las dos conexiones de polari
dad positiva para formar una sols conexidn (6, figura 4), una
zona de repeticidn periddica, la cual representa un circuito
monofdsico en puente segin la figura 4, estando configuradas
ventajosamente para formar un solo elemeﬁto conductor 13 las
dos conexiones de polaridad negativa, al principio separadas
entre si, mediante el brazo entre el cuerpo portante l3a y
el cuerpo portante 13c. De este modo se ha dado cumplimiento
a un modo de ejecucidn que satigface*las diferentes exigen-
cias de los aplicadores, no presentando ninguna dificultad,
desde el punto de vista de la técnica de los circuitos, la
disposicidn alternada de las conexiones de corriente continus

0 de corriente alterna, respectivamente (6 y 13, 11 y 12, res

pectivamente)s = = = = » = = - - - -—— - e - - - - - - -

- La combinacidn de los modos de ejecucidn segin las fi
guras 3 y 4 realizada de tal modo que el elemento conductor
8 esté conectado directamente al elemento conductor 13, y de-

bido a los dos, unidos entre si de manera adecusda, forma una



conexidn configurada y adaptada de polaridad negativa, pro-
duce de modo sorprendentemente sencillo un circuito trifdsi

CO en Puente. = = = = m - - - - - - - - e - m .- - -

Uns configuracidn especialmente favrosble de la es-
S5e tructurs segin la invencidn se realiza cuando la mismas estd
constituida por un elemento conductor de base dispuesto a lo
largo del material conductor y que forma unae zona marginal
longitudinal, con una configuracidén que determina la periodi
cidad de la estructura deseads, y en que ademds cada periodo
10, estd constituido por dos segundos elementos conductores dis-
pueétos simétricamente respecto a un tercer elemento conduc-

tor dispuesto en el centro del perfodo. = = = - - - ———-

Le figura 5 muestra la aplicacidn del principio se-
gin la invencidn en un circuito trifdsico en estrella. Par-
15. tiendo de la disposicidn de un circuito de conexidn central
Segin la figura 2 y de la disposicidn paralela de todas las
piezas de contacto superiores para tres tabletas semiconduc—
toras, se ha introducido la tercera conexidn de corriente al .
terna como eiemento conductor 17 con su tramo 17a situado den
20, tro de la caja entre los tramos ld4a y 16a, habiéndose afiadido
con su trsmo ;7b, situado fuera de ls caja, a los elementos
conductores 14b y 16b. Para conseguir una estructura que sea’
también adecuada para su utilizascidn en placas conductoras,
resulta entonces por ejemplo la configuracidén y disposicidn '

25, mostrada del elemento conductor 15 y del tramo 16b del ele-

mento conductor situado fuera de la caja.: = - = = = = = = o =
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Otro modo de ejecucidn de un cireuito segin la fi-
gura 5 estd dado por el hecho de que, con uns configuracidn
correspondiente a las tabletes semiconductoras, estdn dispues
tos una conexidn comin, de gran superficie, en forma de tira,
de polaridad positiva, segin el elemento conductor 1 de la fi
gura 1, como cuerpo portante continuo, y los tres elementos
conductores que sirven de conexiénes de corriente alterna y
que estdn en una fila y dispuestos igual que el elemento con~
ductor 2 de la figura 1. De esta manera también se pueden con
seguir disposiciones de semicoqductores en forma de circuitos

rectificadores de seis y doce impulsos, respectivemente., = = =

En las figuras 6a a 6h se han ﬁostrado las diversas
disposiciones obtenidas'en las diferentes etapas del proceso

de fabricacidn de componentes semiconductores segin la figu-

De material conductor cintiforme, cuyas dimensiones
estdn detérminadas vor el modo de fabricacidn y por la capa-
cidad de carga de corriente de las disposiciones deseadas de
semiconductores, asi como por las dimensiones de sus elemen-
tos conductores, se produce preferentemente por estampacidn
ung serie de platinas segin la figura 6a con los brazos 1lb y
2b previstos como elementos de conexidn, quedando del mate-
rial de partida una tira longitudinal 18 prevista para la ul-
terior elaboracidn de las platinas, la cual puede presentar
en caso necesario para la racionalizacidn de la fabricacidn
un perforado 19. El correspondiente paso del perforado (figu
ra 6b) puede coincidir con la divisidn de los tramos conduc-
%ores 1v y 2b, y corresponder por ejemplo a la medida de un

médulo de placas conductoras o a un miliiplo de la misme, - -
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En una subsiguiente etapa del proceso; por ejemplo
igualmente mediante estampacidn o mediante ataque con dei-
do dirigido, utilizendo una técnica de por si oonodida, se
forman elementos conductores la y 2a situados en el interior
de la caja, dispuestos superficialmente de modo predetermina
do y que presentan una estructura plana y geométrica de ele-

mentos conductores segin la figura 6be = = = = =~ = = = = = -

A continuacidn, tal como se muesira en las figuras 6¢
y 6d en vista en planta y en alzado lateral, se obtiene en
cada caso una fijacidn en pinza para alojar una tableta se-
miconductora, perae cuyo fin se doblan de modo adecuado hacia
arriba, fuera del plano de la platina, todos los tramos con-
ductores 22 que estardn situados dentro de la caja, y se des

plazan paralelamente respecto al tramo lae =« - = - = = = =~ —

.La tire metdlica fabricada de esta manera, que lleva
un nimero de estructuras de elementos conductores, se sujeta
segin las figuras 6e y 6f en un dispositivo 20, y se equipa
la misma, preferentemente desde la cara longitudinal libre
de los tramos la, en cada una de las pinzas, apretando hacisa
abajo el tramo conductor la, con una tableta sémiconductora.
3, con una orientacidén eléctrice predeterminada, preferente=
mente idéntica en cada caso. Para este fin puede utilizarse
el paso m de la perforacidn 19 para lograr un ritmo adecuado
del proceso. Mediante una sujecidn adecuada de las estructut
ras8 de los elementos conductores en el dispositivo 20 puede
incrementarse todavia mds en caso necesario la accién del re

sorte para soportar las tabletas semiconductorgs., = -« - -~ -
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En su caso, también es posible elaborar el contorno

diNlY
,\s%»é’f
"3 weint

§ it i‘mnx .

externo de las platinas después de la etapa del proceso pre

vistae para la configuracidn de la fijacidn en pinza. - - -

Si se utilizan tabletas semiconductoras preparadas,
provistas en ambas caras de electrodos de contacto, puede
efectuarse sin orientacidén alguna el equipamiento de las es
tructuras de los elementos conductores, con lo cual se ob-

tiene una marcha mds econdmica del ProcesO, = = = = = = = -

Le disposicidn de una tira metdlica con estructuras
de elementos conductores segin la invencidn en el dispositi
vo 20, permite efectuar también las étapaé del proceso de
fabricacidn necesarias despuds del equipanmiento, a sagber, la
contactacién de las tabletas semiconductoras con sus conexig
nes, asi como la aplicacidén de mordiente, limpieza y trata-
miento de las superficies de los semiconductores, de modo ven
tajoso mediente la inmersidn simu}ténea de un gran nmimero de

10S MISHMES, = o = = m @ = - o - - - - = o= o oo oo .- - -

Existe, ademds, la posibilidad de disponer estructu-
ras de elementos conductores en las dos caras de la tira per
forada 18 y conseguir de este modo una racionalizacidn adi-

cional del procedimiento de fabricacifn. —« - = - - - - ——

A‘continuacién de las diferentes etapas del procedi-
miento pars la fabricacidn de un gran niémero de componentes
semiconductores sin encapsular, los mismos, unidos todavia
mediante sus conductores de conexidn a la tira perforada 18,

se incrusten o empotran en la extensidn suficiente mediante
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recubrimiento por compresidn, extrusidén o colada en un molde
con materia aislante 4 (figura 6g) y finslmente se separan
por corte de sus elementos conductores 1lb y 2b, situados
fuera de la caja, en la longitud deseada 1b y 2b, situados
fuera de la caja, en la longitud deseada, de la tira 18 (fi-
gura 6h). En esta operacidn, los extremos libres de los ele-
mentos conductores pueden configurarse simultédneamente como
puntas g soldar. El recubrimiento 4 estd determinado en su
extensidn tanto por el procedimiento para su fabricacidn co
mo por las condiciones de utilizacidn de los componentes. En
caso necesario, el recubrimiento puede efectuarse con paredes
muy delgadas, especialmente en los costados del mismo, con el
fin de asegurar en los mismos una disipacidn dptima del calor

perdido por el funcionamientoe. = = = = = =@ = = = = " - - -

Las etapas del proceso explicadas a la luz de las re-
presentaciones en las figuras 6a & 6h, son también vilidas
conforme al sentido para los modos de ejecucidn del objeto

de la invencidn representados en las figuras 2 a 5y 7 a 8.~

En las figuras 7 y 8 se han representado ejemplos de
ejecucidn ventajosos desde el punto de vista de la téenica
de los procedimientos., Las disposiciones gque forman un clr- ,
cuito monofdsico en puente y un circuito trifdsico en puente,
respectivemente, presentan elementos conductores 21 de gran
superficie, situados en el interior de la oaja, con tramos 22
que sirven en cada caso como pleza de contacto superior parg

una tableta semiconductora respectiva, que estdn dispuestas

en forms de abrazadera por un doblado fuera del plano de la
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platina hacia el cuerpo portante correspondiente, Toruu1do
con #ste una fijacidn en pinza para alojar una tableta se-
miconductora en cada uno de ellos. Dando una forma adecua-
da al tfamo 22 queda ssegurade una suficiente superficie de
soporte para la tableta semiconductora y con ello el compor

tamiento de funcionamiento deseado de las disposiciones. - -

Referéyte e la extensidn y a la configuracidn de
los elementos conductores, asi como enwlacidén a su fabrica-
cidn, rigen de modo conforme al sentido las manifestaciones
que se han hecho sobre las figuras 1 y 6a a 6h. Para incre-
mentar el efecto de fijacidn necesario para soportar las ta
bletas semiconductoras, ﬁueden servir tanto el brazo auxi=-
liar 23, dibujado con lineas de trazos, como-el brazo auxi-
ligr 25, Los dos se separan‘eﬁ el momento oportuno. El recu
brimiento del modo de ejequcién representado segin la figu=

ra 7 se ha esbozado POr 24, = = « = = w - = - - R

Disposiciones parciales de los ejemplos de ejecucidn

representados son adecuadas, con una configuracidn correspon-

diente de los tramos de los elementos conductores, para cir-

cultos rectificadores con menos de cuatro tabletas semicon-

QUCTOTES, = = = wm m ™ 0 - = oo o op - o o e o o R e e e

El objeto de la invencidn no estd limitado a los
ejemplos de ejecucidn representados. Los elementos conducto-
res pueden tener en cada caso una forma y/o disposicidn dis-
tinta, con la cdndiciéﬁ de éue los tramos de los elementos
semiconductores, configurados aplanados y situados en un plg

no y previstos mediante acodamiento de por lo menos uno de
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cada dos tramos respectivos para la contactacidn de una te-

bleta semiconductora, formen une fijacidn en pinza para la

tableta gsemiconductorge = = =~ = = - ~ - - .- .- - — -

Las ventajas de la disposicidn de semiconductores
segin la invencidn y del procedimiento para su fabricacidn
estriban en que los elementos conductores en forma de tiras,
situados ftodos ellos en un plano, se fabrican siempre en su
totalidad a base de un material conductor en forma de tira o
aplanado, han sido por ejemplo obtenidos por estampacidn,
forman con una configuracidén adecuada y con una corresponden
cia mutua adecuada la fijacidn en.pinza para por lo menos una
tableta semiconductora, representando simultdneamente en esta
estructura un componente para la formacidn de disposiciones
de semiconductores con varias tabletas semiconductoras en un
circuito eléctrico deseado, y en que los elementos conducto-
res pueden fabricarse con material en Fforma cintiforme, en ca
S0 necesario a pares, en gran numero y con un ritmo de traba-
jo racional, garantizado de manera econdmica y en una serie
condicionada por el procedimiento al curso de etapas de pro=-
ceso para la contactacidn, limpieza, estebilizacidn y encap-

sulado de tabletas semiconductor8Se = = = = = = = = = - = -
NOTA

Se declaran de novedad y propledad para Espaiia, sus

territorios y plazas de goberania, las siguientes: - = = - -

REIVINDIGCACIONES
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l.- Perfeccionamientos en las disposiciones de semi-
conductores con componentes semiconductores situados en hi-
lera en un plano, y més particularmente con componentes reg
tificadores, cuyas tabletas semiconductoras estdn contacta-
das respectivamente entre los correspondientes elementos con
ductores, cuyos tramos formen una fijacidn en pinza, carac-
terizados porque los elementos conductores, existentes en
pluralidad y fabricados con un material conductor que even-
tualmente es continuo, cintiforme o aplanado, formen una es-
tructura plana, geométrica, con zonas de repeticidn periddi-
ca, estando unidos entre si por una zona marginal longitudi-
nal del material conductor prevista como cinta de transporte;
porque cada uno de los respectivés elementos conductores apla
nados correspondientes a cade tableta semiconductora estd dig
puesto desplazado paralelamente y solapando el otro elemento
conductor, formando con &ste una fijacidn en pinza para la tg
bleta semiconductora; y porque las respectivas lineas centra-
les del tramo de cada elemento conductor que sirve como co=
nexidn conductiva externa de la caja sirven a modo de marca-
je para fraccionar discrecionalmente la estructura de elemen
tos conductores en circuitos rectificadores y/o en componenw—

tes semiconductores individugleS. = = = = =« = = - - - w“ - -

2.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacidn 1, ca-
racterizados porque el material conductor cintiforme o apla-
nado, que presenta una buena conductibilided eléctrica y tér
mica, estd contituido preferentemente por cobre, latdén, hie-

rro o por una aleacidn convencional de hierro-niquel-cobalto



10‘

15.

20,

- 19 =

' B
377092 oropes

y estd provisto de un recubrimiento de buena soldabilidad.

3.~ Perfeccionamientos segin las reivindicaciones
1y 2, caracterizados por que los tramos de todos los ele-
mentos conductores gque sirven como conexiones externag de
la caja estdn dispuestos paralelamente entre si y a una dis-
tancia mutua predeterminada que corresponde en cago necesa-

rio a un médulo deseado. — = = = = = = = = = = — = - - — — -

.- Perfeccionamientos segin las reivindicaciones
1y 3, caracterizados porque la estructura estd constitui-
da por un elemento conductor de base que transcurre a lo
largo del material conductér ¥ que forma una zona marginal
longitudinal, con una configuracién que determina la perio-
dicidad de la estructura deseada, mientras que cada perfodo
estd constituldo por dos segundos elementos conductores si-
tuados simétricamente respecto a un tercer elemento conductor

que se encuentra en el centro del perfodo. - - = = = - = = -

5.- Perfeccionamientos segin las reivindicaciones
1 a 4, caracterizados porque la zona marginal dei material
conductor prevista como cinta de transporte presenta un mar-
caje en particular un perforado de paso adecuado, que coin~
cide eventualmente con los tramos de los elementos conductg s

res dispuestos paralelamente, — = — = = = = = = = = = ~ =~ = -

6.— "PERFECCIONAMIENTOS EN LAS DISPOSICIONES DE SE
MICONDUGTORES". = = = = = = = w0 = o = — = - e = - -
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Todo ello conforme se describe y reivindica en la
presente memoria que consta de veinte hojas, foliadas y me-
canografiadas por una sola de sus caras, y de tres ldminas

de dibujos que la ilustran.

BARCELONA, {8 FEB 19
‘P A M. CURELL SUROL
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